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MATERIALES Y DISPOSITIVOS ELECTRONICOS
FABRICACION DE CIRCUITOS INTEGRADOS
Cuestionario Guia N° 9

Defina los Circuitos Integrados Monoliticos. Indique las diferencias importantes entre los circuitos:
Impresos, Hibridos y Monoliticos.
¢Cuales son los procesos basicos que se utilizan en la fabricaciéon de Circuitos Integrados Monoliticos?
¢Qué es una oblea de silicio y cémo se la obtiene? Explique.
Porque es importante el numero de defectos por cm? en una oblea de silicio. Explique.
Para que se utiliza el proceso de “Crecimiento Epitaxial”. Explique.
¢Para que se utiliza y cuales son los pasos del proceso de Fotolitografia? Explique.
¢Qué es el fotoresist? sQué diferencia hay entre el fotoresist positivo y negativo? Explique.
Explique cuales son y como funcionan los procesos utilizados para implantar impurezas en una oblea.
En cada proceso scomo se determina la profundidad de penetracion de las impurezas?
¢Como es el proceso de metalizado y para que se utiliza? Explique
¢Cual de los procesos de fabricacién determina la densidad de integracién (Dispositivos por cm?)?
Que dice la “LLEY DE MOORE”
Que indica el numero “tecnologia de fabricacion”. Explique. Como evoluciono su valor desde los
afios ’70 a la actualidad.
Qué ventajas tiene la disminucién del valor del nimero que evalda la tecnologia de fabricacion.
Explique.
Que cantidad de transistores se pueden fabricar actualmente dentro de un CHIP.
Dibuje el corte transversal de un inversor CMOS fabricado utilizando la tecnologia de Circuitos
Integrados Monoliticos.
Para el inversor dibujado en el punto anterior explique la secuencia de pasos utilizados para su
fabricacion.

a) Indique la cantidad de veces que se realiza el proceso de fotolitografia. Explique para que se

utiliza cada uno de los procesos.
b) Indique el nimero de veces que se realiza el proceso de colocacion de impurezas. Explique
para que se utiliza cada uno de ellos.
¢) Cual de todos los pasos realizados en la fabricacién determina el nimero “tecnologia de
fabricacion”. Explique.
Qué ventajas y desventajas se presentan al aumentar en nimero de compuertas por cm? en un chip.
Explique.
Dibuje el corte transversal de un TBJ NPN. Indique la secuencia de pasos utilizados para su
fabricacion.
Que pasos del proceso de fabricacién del TB] NPN determinan el valor del parametro 3. Explique
¢Cuales son las ventajas y desventajas de los Circuitos electrénicos fabricados usando la tecnologfa de
Circuitos Monoliticos?
Que tipos de circuitos integrados analégicos conoce, indique la funcién que cumplen en los circuitos
electrénicos.
Dibuje el simbolo de circuito que representa un Amplificador Operacional Ideal de Tensién, indique
las convenciones de tensiones, y las caracteristicas eléctricas.
Analice la hoja de datos del amplificador operacional XX741
a) ¢Cual es la maxima tension de alimentacion?

b) ¢Cuanto vale la maxima tensién de modo diferencial que puedo aplicar?
¢) ¢Cuanto vale la corriente de polarizacion?

d) ¢Cuanto vale la ganancia de lazo abierto Av?

e) ¢Cual es el maximo ancho de banda del dispositivo?

f) ¢Qué es y cuanto vale el Slew-Rate?

2) Que es y cuanto vale la tension de offset de entrada Vio?



